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Abstract (en)
[origin: WO2010063459A1] The invention relates to a connection assembly, comprising a plug element which has at least one pluggable spring-
type contact element, particularly a plurality of pluggable spring-type contact elements, having a reversible deflection characteristic, and comprising
a circuit board having plated-through bore holes that are arranged in an arrangement corresponding to the arrangement of the contact element or
the contact elements of the plug element, wherein the bore holes and the contact element that can be plugged into them, or the contact elements
that can be plugged into them, are matched to one another such that the plug element can be connected to the circuit board and removed by hand
by inserting the contact element or the contact elements into the bore holes, wherein the connection assembly has a vibration-resistant mechanical
safeguard against unintentional removal of the plug element from the circuit board.

Abstract (de)
Verbindungsanordnung mit einem Steckelement, das mindestens ein steckbares federartiges Kontaktelement, insbesondere eine Mehrzahl
von steckbaren federartigen Kontaktelementen, mit einer reversiblen Auslenkungscharakteristik aufweist, sowie mit einer Leiterplatte mit
durchkontaktierten Bohrungen, die in einer der Anordnung des Kontaktelements oder der Kontaktelemente des Steckelements entsprechenden
Anordnung angeordnet sind, wobei die Bohrungen und das in sie einsteckbare Kontaktelement oder die in sie einsteckbaren Kontaktelemente
derart aufeinander abgestimmt sind, dass sich das Steckelement von Hand durch Einstecken des Kontaktelements oder der Kontaktelemente
in die Bohrungen mit der Leiterplatte verbinden und von Hand entfernen lässt, wobei die Verbindungsanordnung mit einer vibrationsrobusten
mechanischen Sicherung gegen ein unbeabsichtigtes Abziehen des Steckelements von der Leiterplatte vorgesehen ist, wobei das Kontaktelement
oder die Kontaktelemente zwei zwischen sich einen Zwischenraum freilassende Schenkel aufweist oder aufweisen, und wobei das Kontaktelement
oder die Kontaktelemente als zwei gekrümmte Federelemente mit einem Abstand voneinander vorgesehen wird oder werden.
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